
平成２０年度対象予算： １,４００百万円

（平成１９年度対象予算： １,９７８百万円）

実施期間： 平成１５～２１年度

（予算総額： １６,１８１百万円）
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戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化 及び 設計・製造技術

施策名： ドリームチップ開発プロジェクト 【経済産業省】

戦略重点科学技術（３） 半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費電力化 及び 設計・製造技術

施策名： 半導体アプリケーションチッププロジェクト 【経済産業省】

○情報家電等の低消費電力化、高度化
を実現するための低消費電力・多機能半
導体チップについて提案公募を行い、採
択された半導体チップの開発を支援する。

ネットワークインフラの強化
高速通信、ＲＦ無線技術などネット
ワークインフラの高度化

リコンフィギュラブルチップ
多様化した通信規格・機能に
単一チップで対応

インターネット

サービス事業者等

カーナビ

携帯電話、ＰＤＡ

白物家電 AV機器PCゲーム

高機能センサ技術
高感度画像認証チップ、
ビジョンチップなどの高
機能センサー技術

アナログ・ロジック混載
CMOS技術を用いたアナロ
グ・ロジック混載デバイス

サーバーの高機能・
高信頼化

セキュアチップ
情報家電に必要な認証、デ
コードなどの機能、
ウィルスチェックの高度化

従来の開発対象

ホーム　サーバ

ネットワークインフラの強化
高速通信、ＲＦ無線技術などネット
ワークインフラの高度化

リコンフィギュラブルチップ
多様化した通信規格・機能に
単一チップで対応

インターネット

サービス事業者等

カーナビ

携帯電話、ＰＤＡ

白物家電 AV機器PCゲーム

高機能センサ技術
高感度画像認証チップ、
ビジョンチップなどの高
機能センサー技術

アナログ・ロジック混載
CMOS技術を用いたアナロ
グ・ロジック混載デバイス

サーバーの高機能・
高信頼化

セキュアチップ
情報家電に必要な認証、デ
コードなどの機能、
ウィルスチェックの高度化

従来の開発対象

ホーム　サーバ

平成２０年度対象予算： １,２００百万円

（平成２０年度新規）

実施期間： 平成２０～２４年度

（予算総額： ６,０００百万円）

○将来の様々な社会・生活のニーズに
応えられる高機能な半導体実現のため、
立体構造化技術を発展・統合し、これま
でにない革新的な半導体（ドリームチッ
プ）の開発を行う。
○具体的には、①多機能高密度３次元
化技術、②微小機械駆動形成技術（複
数周波数対応通信デバイス）、③回路
の書き換え可能な超小型フレックス半導
体デバイスの開発を行う。

多機能化する
と面積が拡大

【従来：平面型】 【単純積層型】

単純に積層しても、
電力消費が大きく、
処理速度が遅い

技術的限界に近づ
きつつある

立体半導体
（ドリームチップ）



世界トップを走り続けるための世界トップを走り続けるための
ディスプレイ・ストレージ・ディスプレイ・ストレージ・

超高速デバイスの中核技術超高速デバイスの中核技術

戦略重点科学技術（４）

戦略重点科学技術（４） 世界トップを走り続けるためのディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの中核技術

施策名： 高機能・超低消費電力コンピューティングのためのデバイス・システム

基盤技術の研究開発 【文部科学省】
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平成２０年度対象予算： ４２５百万円

（平成１９年度対象予算： ５２５百万円）

実施期間： 平成１９～２３年度

（予算総額： ２,７５０百万円）

○PCの高機能・低消費電力化を両立させる
ためには、従来のデバイス技術の延長では
限界が到来。

○そのため、革新的な高機能・超低消費電
力デバイスにより、高機能コンピューティン
グを実現させる技術基盤を確立するため、
以下のブレークスルーが必要な技術につい
て一体的に研究開発を実施する。
（１）超高速・多機能スピンデバイスの開発
（２）高速大容量ストレージシステムの開発

等

具体的開発目標

・世界 高出力ｽﾋﾟﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ技術

・世界 高密度超小型垂直HDD
などの研究成果

従来技術の延長

平成19年 平成24年

「消費電力・速度」
「容量」の限界

本プロジェクト

個人が快適に使える
大容量情報ストレージ

大容量のデータを
どこでも扱える携帯端末

高機能・低消費
電力コンピュー
ティングの基盤技
術を実現

誰もが高機能コンピューティングの
恩恵を受ける世界

瞬時に立ち上がる
高性能低消費電力PC




